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(54) Bezeichnung: LED Modul mit Konverter-Schaltung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt ein LED
Modul aufweisend eine Leiterplatte (1) und ein LED Träger-
modul (2),
wobei die Leiterplatte eine integrierte Konverter-Elektronik
(3) für das LED Trägermodul aufweist, welche eingangssei-
tig an die Netzspannung anschließbar ist,
wobei das LED Trägermodul (2) wenigstens einen auf einem
Substrat (10) angeordneten LED Chip (11) aufweist, und wo-
bei das Trägermodul (2) durch vorgesehene mechanische
Verbindungsmittel (4, 4') selektiv mit der Leiterplatte (1) ver-
bindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf
ein LED Modul mit modularem Aufbau, wobei die ein-
zelnen Komponenten des Moduls selektiv miteinan-
der verbindbar sind.

[0002] LED Leuchten oder LED Module, welche
mehrere LEDs aufweisen sind im Stand der Technik
bekannt. Dabei sind im Allgemeinen eine Vielzahl von
einzelnen LED Chips auf einer gemeinsamen Leiter-
platte oder Platine montiert, welche wiederum in der
Leuchte verbaut ist.

[0003] Ein Problem ergibt sich dabei hinsichtlich der
Austauschbarkeit einzelner Komponenten derartiger
Leuchten. Insbesondere wenn beispielsweise einer
der auf die Leiterplatte montierten LED Chips auszu-
tauschen ist, muss häufig die gesamte Leuchte er-
setzt werden, da die LED Chips nicht oder nur mit
großen Aufwand von der gemeinsamen Leiterplatte
trennbar bzw. austauschbar sind.

[0004] Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein
LED Modul mit modularem Aufbau bereitzustellen,
welches eine vereinfachte Austauschbarkeit der ein-
zelnen Komponenten ermöglicht.

[0005] Des Weiteren liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde ein integrales LED Modul
bereitzustellen, welches neben einer vereinfachten
Austauschbarkeit des oder der LED Chips eine ver-
einfachte Verbauung in einer Lampenkonstruktion er-
möglicht. Diese Aufgaben werden durch den Gegen-
stand des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0006] Die Erfindung bezieht sich auf ein LED Mo-
dul aufweisend eine Leiterplatte und ein LED Trä-
germodul, wobei die Leiterplatte eine integrierte Kon-
verter-Elektronik für das LED Trägermodul aufweist,
welche eingangsseitig der Konverter-Elektronik einen
Anschluss der Leiterplatte an Netzspannung ermög-
licht, wobei das LED Trägermodul wenigstens einen
auf einem Substrat angeordneten LED Chip aufweist,
und wobei das Trägermodul durch vorgesehene me-
chanische Verbindungsmittel selektiv mit der Leiter-
platte verbindbar ist.

[0007] Das erfindungsgemäße LED Module ermög-
licht den direkten Anschluss des LED Modules an
die Netzspannungsversorgung. Es wird demnach ein
integrales LED Modul bereitgestellt, welches direkt
in einer vorgesehenen Lampe verbaut werden kann,
wobei keine zusätzliche Steuerungselektronik oder
Konverter-Komponenten in der Lampe vorgesehen
werden müssen. Stattdessen kann das LED Modul di-
rekt an eine Netzspannungsversorgung angeschlos-
sen werden.

[0008] Ein weiterer Vorteil ist die vereinfachte Aus-
tauschbarkeit des LED Trägermoduls, welches im
Schadensfall einfach und ohne technische Vorkennt-
nisse und ohne Werkzeug ausgetauscht werden
kann. Des Weiteren können neue LEDs bzw. weiter-
entwickelte Trägermodule einfach auf die bestehen-
de Leiterplatte angeordnet werden.

[0009] Die Konverter-Elektronik ist vorzugsweise di-
rekt auf der Leiterplatte bzw. Leiterplatine ange-
bracht.

[0010] Die Konverter-Elektronik umfasst vorzugs-
weise ein Wandlermodul und/oder ein Gleichrichter-
modul. Die Konverter-Elektronik ist vorzugsweise zur
Ansteuerung der damit in Verbindung stehenden LED
Chips auf dem Trägermodul ausgeprägt.

[0011] Das LED Modul umfasst vorzugsweise ein
Gehäuse, welches selektiv mit der Leiterplatte durch
vorgesehene Verbindungsmittel verbindbar ist, der-
art, dass die Konverter-Elektronik der Leiterplatte von
Umwelteinflüssen geschützt ist. Hierzu sind vorzugs-
weise Reibzapfen an dem Gehäuse angebracht, wel-
che in vorgesehene Öffnungen bzw. Aussparungen
auf der Leiterplatte einpressbar sind. Das Gehäuse
ist vorzugsweise aus Plastik und/oder Metall. Das
Gehäuse kann Dichtungen aufweisen, welche Zwi-
schenräume zwischen dem Gehäuse und der Leiter-
platte in deren verbundenem Zustand abdichten.

[0012] Das LED Modul kann ferner einen Reflektor
umfassen, welcher selektiv mit der Leiterplatte und/
oder einem an der Leiterplatte befestigten Gehäuse
durch vorgesehene mechanische Verbindungsmittel
verbindbar ist. Der Reflektor ist vorzugsweise aus
Plastik und/oder Metall, z. B. Aluminium und kann ei-
ne innere, hochreflektierende Schicht aufweisen.

[0013] Es können mehrere Reflektoren unterschied-
licher Form und/oder Größe bzw. mit unterschiedli-
chen optischen Eigenschaften vorgesehen sein, wel-
che mit gleichartig angeordneten Verbindungsmitteln
ausgestattet sind. Demzufolge wird ein System be-
reitgestellt, in welchem ein gewählter Reflektor selek-
tiv mit der Leiterplatte und/oder dem Gehäuse des
LED Moduls verbindbar ist. Zudem können unter-
schiedliche Reflektoren in Abhängigkeit der zu erzie-
lenden Reflektorwirkung einfach und unkompliziert
ausgetauscht werden.

[0014] Die mechanischen Verbindungsmittel zwi-
schen der Leiterplatte, dem Gehäuse und/oder dem
Reflektor umfassen vorzugsweise einen Bajonette-
Verschluss, Schrauben und/oder Reibzapfen, wel-
che in dafür vorgesehene Öffnungen einpressbar
sind. Die Verbindungsmittel sind vorzugsweise selek-
tiv lösbar. Alternativ können auch Stoffschlussverfah-
ren wie beispielsweise Verklebung einzelner Kompo-
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nenten des Systems zu deren Verbindung vorgese-
hen sein.

[0015] Die Leiterplatte des LED Moduls weist vor-
zugsweise eine Ausnehmung auf, in welche das LED
Trägermodul einsetzbar ist, derart, dass eine Rück-
seite des LED Trägermoduls vorzugsweise bündig
mit einer Rückseite der Leiterplatte angeordnet ist.

[0016] Die Leiterplatte kann zudem einen Kühlkör-
per umfassen, welcher an einer Unterseite der Leiter-
platte angeordnet ist bzw. mit dieser verbindbar ist.

[0017] Wenn die Leiterplatte eine Ausnehmung auf-
weist, in welche das LED Trägermodul einsetzbar ist,
ist der Kühlkörper vorzugsweise derart angeordnet,
dass die Rückseite des LED Trägermoduls mit dem
Kühlkörper in Kontakt steht.

[0018] Alternativ oder zusätzlich kann auch ein Kühl-
körper vorgesehen sein, welcher zwischen Leiterplat-
te und LED Trägermodul angebracht wird.

[0019] Das LED Trägermodul umfasst vorzugswei-
se wenigstens einen Sensor, welcher ausgeprägt ist,
mit der Konverter-Elektronik der Leiterplatte zu kom-
munizieren. Der Sensor kann dabei beispielsweise
ein Lichtsensor bzw. Photosensor, Temperatursen-
sor und/oder Farbsensor sein. Der Sensor kann auch
einen Tageslichtsensor, Bewegungsmelder, Rauch-
melder oder Infrarotsensor umfassen.

[0020] Die Konverter-Elektronik der Leiterplatte ist
vorzugsweise derart ausgeprägt ist, um eine An-
steuerung des wenigstens einen LED Chips des mit
der Leiterplatte verbundenen LED Trägermoduls in
Abhängigkeit von Informationen zu ermöglichen, wel-
che von dem wenigstens einen Sensor des LED Trä-
germoduls bereitgestellt werden.

[0021] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist der wenigstens eine Sensor ein Tageslichtsen-
sor, wobei die Konverter-Elektronik ausgeprägt ist,
die Ansteuerung des LED Trägermoduls hinsichtlich
der Lichtstärke und/oder Farbe abhängig von der vom
Tageslichtsensor bereitgestellten Information durch-
zuführen. Auf diese Weise kann beispielsweise eine
Ansteuerung des LED Trägermoduls bzw. des darauf
angeordneten LED Chips derart erfolgen, dass der
LED Chip abhängig von einem erfassten Tageslicht
gedimmt wird.

[0022] Die Kommunikation zwischen dem wenigs-
tens einen Sensor des LED Trägermoduls und
der Konverter-Elektronik der Leiterplatte kann eine
drahtlose oder drahtgebundene Datenkommunikati-
on sein.

[0023] Für eine drahtgebundene Kommunikation
weist das LED Trägermodul vorzugsweise Leiter

bzw. Anschlüsse auf, welche mit dafür vorgesehe-
nen elektrischen Leitern auf der Leiterplatte verbind-
bar sind. Vorzugsweise erfolgt eine Verbindung zwi-
schen dem wenigstens einen Sensor und der Lei-
terplatte automatisch bei Verbindung bzw. Einsetzen
des LED Trägermoduls in die vorgesehenen mecha-
nischen Verbindungsmittel der Leiterplatte.

[0024] Auch die elektrische Kontaktierung des LED
Trägermoduls und insbesondere des wenigstens ei-
nen LED Chips des Trägermoduls zur Konverter-
Elektronik der Leiterplatte erfolgt vorzugsweise auto-
matisch bei Verbindung bzw. Einsetzen des LED Trä-
germoduls in die vorgesehenen mechanischen Ver-
bindungsmittel der Leiterplatte.

[0025] Hierfür sind vorzugsweise konforme Leiter
bzw. Anschlüsse an Leiterplatte und LED Trägermo-
dul angeordnet, welche bei der mechanischen Ver-
bindung von Trägermodul und Leiterplatte verbunden
bzw. kontaktiert werden.

[0026] Derartige Leiter oder Anschlüsse können
auch von den mechanischen Verbindungsmitteln um-
fasst sein.

[0027] Bei einer drahtlosen Kommunikation zwi-
schen dem wenigstens einen Sensor des LED Trä-
germoduls und der Konverter-Elektronik der Leiter-
platte ist vorzugsweise ein Empfänger und/oder Sen-
der in den jeweiligen Bauteilen angeordnet um eine
derartige Kommunikation zu ermöglichen.

[0028] Das LED Trägermodul kann ein vorgefertig-
tes Distanzbauteil als Fertigbauteil aufweisen, vor-
zugsweise einen Keramikring, welches den wenigs-
tens einen LED Chip umgibt.

[0029] Das Distanzbauteil des LED Trägermoduls
bzw. der Keramikring kann mit einer Glas- oder Plas-
tikscheibe abgedeckt sein. Der Keramikring kann zu-
sätzlich oder stattdessen mit Vergussmasse gefüllt
sein.

[0030] Der Sensor in dem Distanzbauteil ist vorzugs-
weise derart angeordnet, dass das von dem wenigs-
tens einen LED Chip des Trägermoduls emittierte
Licht nicht direkt auf den Sensor fällt.

[0031] Der Sensor kann hierzu beispielsweise auf ei-
ner Stirnseite des Distanzbauteils angeordnet sein.

[0032] Es können aber auch wenigstens eine Kante,
Vorsprung oder dergleichen am Distanzbauteil vor-
gesehen sein, welche eine direkte Beaufschlagung
des Sensors durch das von dem LED Chip emittierte
Licht verhindert.

[0033] Das Distanzbauteil umfasst vorzugsweise
auch elektrische Kontaktierungen, wie beispielswei-
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se Leiterbahnen, welche einen Anschluss des Sen-
sors an das LED Trägermodul und damit auch an die
Leiterplatte des LED Moduls ermöglichen. Es können
beispielsweise Leitungen mittels Dickschichttechno-
logie aufgedruckt oder gesintert werden.

[0034] Die in dem Distanzbauteil bzw. Keramikring
eingebrachte Vergussmasse kann Epoxydharz und/
oder Silikonmaterial umfassen. Die Vergussmasse
weist vorzugsweise Phosphorpartikel auf, welche ei-
ne Konversion des von dem LED Chip abgestrahlten
Lichts wenigstens teilweise ermöglichen.

[0035] Die Vergussmasse kann mittels Dispensver-
fahren auf den wenigstens einen LED Chip und/oder
in das Distanzbauteil gefüllt werden.

[0036] Die Vergussmasse kann auch Füllstoffe ent-
halten, welche die thermischen Eigenschaften der
Vergussmasse verbessern.

[0037] Der wenigstens eine LED Chip des LED Trä-
germoduls ist vorzugsweise eine UV- oder Blaulicht
emittierender LED Chip.

[0038] Das LED Trägermodul ist vorzugsweise aus-
geprägt um Mischlicht, insbesondere Weißlicht zu er-
zeugen.

[0039] Das LED Trägermodul kann dabei eine Viel-
zahl von gleichartigen oder unterschiedlichen LED
Chips aufweisen, welche ein vorzugsweise weißes
Mischlicht erzeugen.

[0040] Das Substrat des Trägermoduls und die Lei-
terplatte sind vorzugsweise aus unterschiedlichen
Materialien hergestellt. Die Leiterplatte besteht vor-
zugsweise aus FR4 Material. Das Substrat des LED
Trägermoduls ist vorzugsweise aus IMS („Insulated
Metal Substrate”) Material. Das IMS Material ermög-
licht dabei ein optimiertes Wärmemanagement, ins-
besondere bei Hochleistungs-LEDs. Das Substrat
kann eine Aluminiumkernleiterplatte sein.

[0041] Die Erfindung bezieht sich zudem auf ein Ver-
fahren zur Ansteuerung eines LED Chips auf einem
Trägermodul, umfassend die Schritte

– Verbinden eines LED Trägermoduls aufweisend
wenigstens einen LED Chip mit einer Leiterplatte
eines LED Moduls, und
– Ansteuerung des wenigstens einen LED Chips
des LED Trägermoduls mit einer auf der Leiter-
platte angeordneten integrierten Konverter-Elek-
tronik, welche eingangsseitig mit Netzspannung
versorgt wird.

[0042] In Übereinstimmung mit den obigen Ausfüh-
rungen erfolgt die Ansteuerung des LED Trägermo-
duls vorzugsweise in Abhängigkeit von Informatio-
nen, welche von einem Sensor auf dem LED Träger-

modul der integrierten Konverter-Elektronik der Lei-
terplatte bereitgestellt werden.

[0043] Die vorliegende Erfindung wird nun noch de-
taillierter mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen
beschrieben.

[0044] Fig. 1a zeigt eine Explosionsansicht eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen LED Moduls

[0045] Fig. 1b zeigt eine Draufsicht des LED Moduls
gemäß Fig. 1a.

[0046] Fig. 1c zeigt das LED Modul gemäß Fig. 1a
und Fig. 1b in Schnittansicht.

[0047] Fig. 2a zeigt eine Explosionsansicht ei-
ner vorteilhaften Weiterbildung des Ausführungsbei-
spiels gemäß Fig. 1a bis Fig. 1c.

[0048] Fig. 2b zeigt eine Draufsicht des LED Moduls
gemäß Fig. 2a.

[0049] Fig. 2c zeigt das LED Modul gemäß Fig. 2a
und Fig. 2b in Schnittansicht.

[0050] Fig. 3a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen LED Moduls ohne Zwi-
schenträger.

[0051] Fig. 3b zeigt eine Draufsicht des LED Moduls
gemäß Fig. 3a.

[0052] Fig. 4a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen LED Moduls, wobei die
Leiterplatte eine Aussparung für das LED Trägermo-
dul aufweist.

[0053] Fig. 4b zeigt eine Draufsicht des LED Moduls
gemäß Fig. 4a.

[0054] Fig. 5a zeigt eine Explosionsansicht eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen LED Trägermoduls.

[0055] Fig. 5b zeigt eine Draufsicht des LED Träger-
moduls gemäß Fig. 5a.

[0056] Fig. 5c zeigt eine Schnittansicht des Träger-
moduls gemäß Fig. 5a und Fig. 5b.

[0057] Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht eines er-
findungsgemäßen Trägermoduls, aufweisend einen
Sensor.

[0058] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf ein weiteres
Ausführungsbeispiel des Trägermoduls.
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[0059] In Fig. 1a bis Fig. 1c ist ein erstes bevor-
zugtes Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemä-
ßes LED Modul 30 dargestellt. Das LED Modul 30
weist eine Leiterplatte 1 auf, auf welcher die Konver-
ter-Elektronik angebracht ist. Die Konverter-Elektro-
nik 3 umfasst vorzugsweise ein Wandlermodul und/
oder ein Gleichrichtermodul. Die Konverter-Elektro-
nik weist zudem vorzugsweise einen Anschluss für
Netzspannung auf (nicht dargestellt).

[0060] Die Leiterplatte 1 kann eine kreisrunde oder
rechteckige Form aufweisen. Die Oberfläche 1b der
Leiterplatte ist vorzugsweise planar. Die Oberfläche
1b kann reflektierend ausgeführt sein. Das Material
aus dem die Leiterplatte 1 hergestellt ist kann selbst
reflektierend sein (z. B. Metall, Keramik), oder ei-
ne reflektierende Schicht aufweisen, welche auf die
Oberfläche der Leiterplatte 1 aufgebracht ist.

[0061] Auf der Rückseite 1a der Leiterplatte kann ein
Kühlmittel (nicht gezeigt) angebracht sein. Die Rück-
seite der Leiterplatte 1a kann zudem Verbindungs-
mittel aufweisen, um die Leiterplatte mit einer Lampe
oder Montagefläche zu verbinden.

[0062] Die Leiterplatte 1 weist vorzugsweise integra-
le Verbindungsmittel 4' auf, welche eine mechani-
sche Verbindung der Leiterplatte 1 mit einem LED
Trägermodul 2 ermöglichen. Die Verbindungsmittel 4'
können wie dargestellt spezifisch geformte Ausneh-
mungen in der Leiterplatte und/oder Löcher sein, wel-
che mit entsprechenden Verbindungsmitteln 4 des
LED Trägermoduls 2 selektiv verbindbar sind. Die
Verbindungsmittel 4 des Trägermoduls können da-
bei Stifte oder Zapfen 4 sein, welche in die Ausneh-
mungen 4' der Leiterplatte eingreifen und mit diesem
vorzugsweise durch Drehung verriegelbar sind. Ins-
besondere kann ein Bajonette-Verschluss 4, 4' rea-
lisiert sein, welcher eine selektive Verbindung zwi-
schen LED Trägermodul 2 und Leiterplatte 1 ermög-
licht. Die Stifte oder Zapfen 4 können dabei integral
mit einem Substrat 10 des Trägermoduls 2 geformt
sein oder mit diesem selektiv verbindbar sein. Des
Weiteren können die Stifte oder Zapfen 4 mit Hilfe ei-
nes Stoffschlussverfahrens wie zum Beispiel Kleben
oder Löten an das Trägermodul 2 angebracht sein.

[0063] Zwischen Trägermodul 2 und Leiterplatte 1
kann ein Kühlkörper 16 angeordnet sein. Dieser kann
eine flache vorzugsweise runde Form aufweisen.
Der Kühlkörper weist vorzugsweise Verbindungsmit-
tel 16a, wie beispielsweise Bohrungen auf, durch wel-
che die Verbindungsstifte oder – zapfen 4 gesteckt
werden können. Die Verbindungsmittel 4, 4' zwischen
Leiterplatte 1 und Trägermodul 2 sind daher ausge-
prägt ein Positionieren und Halten des Kühlkörpers
zu ermöglichen.

[0064] Die Oberfläche der Oberseite 10c des Sub-
strats 10 kann reflektierend ausgeführt sein. Das Ma-

terial aus dem das Substrat 10 hergestellt ist kann
selbst reflektierend sein (z. B. Metall, Keramik), oder
eine reflektierende Schicht aufweisen, welche auf die
Oberfläche des Substrats 10 aufgebracht werden.

[0065] Der Kühlkörper 16 dient vorzugsweise als
Wärmesenke zur Wärmeabfuhr von dem LED Trä-
germodul 2. Der Kühlkörper bzw. die Wärmesenke ist
vorzugsweise aus einem gut wärmeleitenden Materi-
al, z. B. Metall (Aluminium), Keramik oder aus einem
gut wärmeleitenden Kunststoff gefertigt. Die Oberflä-
che des Kühlkörpers ist vorzugsweise hochreflektie-
rend ausgebildet.

[0066] Fig. 1c zeigt das LED Trägermodul 2 und die
Leiterplatte 1 in deren verbundenen Zustand. Dabei
sind die Verbindungszapfen 4 in den vorgesehenen
Ausnehmungen 4' des Bajonette-Verschlusses des
LED Moduls durch Drehen eingerastet. Die Verbin-
dungszapfen 4 können beispielsweise durch Press-
passung oder Verkleben an der Rückseite 10a des
LED Trägermoduls 10 angebracht sein.

[0067] Es können auch elektrische Kontakte in den
Verbindungszapfen 4 vorgesehen sein, welche eine
elektrische Verbindung zwischen dem LED Träger-
modul 2 und der Leiterplatte 1 im Verbundenen Zu-
stand ermöglichen.

[0068] In Fig. 2a bis Fig. 2c ist gezeigt, dass das
erfindungsgemäße LED Modul 30 vorteilhafterweise
ein Gehäuse 5 aufweist, welches selektiv mit der Lei-
terplatte 1 verbindbar ist. Dies geschieht vorzugs-
weise mit mechanischen Verbindungsmitteln 6, 6',
welche an Gehäuse 5 und Leiterplatte 1 vorgese-
hen sind. Im gezeigten Beispiel weist die Leiterplat-
te 1 Ausnehmungen bzw. Bohrungen 6' auf, in wel-
che Reibzapfen 6 des Gehäuses eingepresst werden
können (siehe zusammengesetzter Zustand der Lei-
terplatte 1 und des Trägermoduls in Fig. 2c).

[0069] Das LED Modul 30 weist zudem vorzugswei-
se einen Reflektor 7 auf, welcher mittels vorgesehe-
ner Verbindungsmittel (nicht gezeigt) an dem Gehäu-
se 5 und/oder an der Leiterplatte 1 selektiv befestig-
bar ist. Fig. 2b und Fig. 2c zeigen das LED Modul 30
mit aufgesetztem bzw. verbundenen Reflektor 7.

[0070] Der Reflektor 7 ist vorzugsweise aus Metall
oder beschichtetem Plastik. Eine innere Fläche 7a
des Reflektors kann hochreflektierend ausgebildet
sein. Der Reflektor hat vorzugsweise eine im Wesent-
lichen trichterförmige Form. In einem anderen Aus-
führungsbeispiel kann der Reflektor 7 parabolisch ge-
formt sein.

[0071] Im verbundenen Zustand wie in Fig. 2c ge-
zeigt deckt das Gehäuse 5 die Oberfläche der Lei-
terplatte 1 komplett ab. Insbesondere die Konverter-
Elektronik 3 kann demzufolge von Umwelteinflüssen



DE 10 2013 221 647 A1    2014.10.30

6/15

geschützt werden. Das Gehäuse 5 kann zusätzlich
Dichtungen gegen Staub und/oder Flüssigkeit auf-
weisen, welche im verbundenen Zustand des LED
Moduls 30 einen Eintritt von Staub und/oder Flüssig-
keit vermeiden.

[0072] Fig. 3a zeigt ein weiteres Ausbildungsbei-
spiel der Erfindung, gemäß welchem das LED Trä-
germodul 2 ohne Zwischenträger oder Kühlkörper di-
rekt auf der Oberfläche 1b der Leiterplatte 1 ange-
bracht ist.

[0073] Hierbei können die zuvor beschriebenen me-
chanischen Verbindungsmittel 4 vorgesehen sein,
welche mit Aussparungen 4' der Leiterplatte 1 selek-
tiv verbindbar sind.

[0074] Wie bereits beschrieben kann eine elektri-
sche Kontaktierung des LED Trägermoduls 2 mit der
Leiterplatte 1 mit Hilfe der Verbindungsmittel 4 erfol-
gen.

[0075] Alternativ oder zusätzlich kann die Rücksei-
te 10a elektrische Kontakte aufweisen, welche der-
art positioniert sind, dass diese im verbundenen Zu-
stand (siehe Fig. 3a) des LED Trägermoduls 2 und
der Leiterplatte 1 mit entsprechenden Kontakten auf
der Leiterplatte 1 in Eingriff stehen oder sich kontak-
tieren, derart, dass eine elektrische Verbindung zwi-
schen Trägermodul 2 und Leiterplatte 1 ermöglicht
wird.

[0076] Die elektrischen Kontakte des Trägermoduls
2 und der Leiterplatte 1 können beispielsweise mittels
Dickschichttechnologie aufgedruckte Leitungen oder
Kontakte sein.

[0077] Fig. 4a und Fig. 4b zeigen ein weiteres Aus-
führungsbeispiel gemäß welchem die Leiterplatte 1
eine Aussparung 9 aufweist, in welche das LED Trä-
germodul 2 selektiv einsetzbar ist. Hierzu ist die Um-
fangfläche 10b eines Substrats 10 des Trägermo-
duls vorzugsweise konform mit der Innenfläche 9a
der Aussparung 9 ausgeprägt. An der Umfangsfläche
10b des Trägermoduls 2 und/oder an der Innenflä-
che 9a der Aussparung 9 sind vorzugsweise mecha-
nische Verbindungsmittel 24 vorgesehen, welche ei-
ne selektive Verbindung dieser Bauteile ermöglichen.

[0078] Die Rückseite des Trägermoduls 2a bzw. die
Rückseite des Substrats 10a des Trägermoduls ist im
verbundenen Zustand vorzugsweise bündig mit einer
Rückseite 1a der Leiterplatte 1 angeordnet. Ein Kühl-
körper (nicht gezeigt) kann vorgesehen sein, welcher
an der Rückseite 1a angeordnet ist. Dieser liegt im
eingesetzten bzw. verbundenen Zustand des Träger-
moduls 2 auch an dessen Rückseite 2a vollflächig an
und ermöglicht somit eine effektive Wärmeabfuhr.

[0079] Fig. 5a bis Fig. 5c zeigen Detailansichten des
erfindungsgemäßen LED Trägermoduls 2. Das LED
Trägermodul 2 weist ein Substrat 10 auf, welches vor-
zugsweise aus INS Material besteht. Auf dem Sub-
strat 10 ist wenigstens ein LED Chip 11 angeordnet.
Wie in Fig. 5a gezeigt ist, kann auch eine Vielzahl von
LED Chips 11 auf dem Substrat angeordnet sein. Die
LED Chips 11 sind dabei mit Leiterbahnen oder Kon-
takten auf der Oberfläche des Substrats elektrisch
verbunden. Die LED Chips 11 können in „face up”
oder „face down” Anordnung auf dem Substrat mon-
tiert sein.

[0080] Die Oberfläche 10c des Substrats 10 kann
vorzugsweise reflektierend ausgeführt sein. Das
Substrat 10 kann eine Metallplatte sein oder eine re-
flektierende Schicht auf ihrer Oberfläche umfassen.

[0081] Es kann auch ein „Printed Circuit
Board” (PCB) 17 vorgesehen sein mit welchem die
LED Chips 11 kontaktiert sind. Das PCB weist da-
bei vorzugsweise eine zentrale Ausnehmung 17a auf,
durch welche die LED Chips im zusammengesetzten
Zustand des LED Trägermoduls 2 ragen. Die LED
Chips 11 können mit den elektrischen Kontakten des
PCB beispielsweise mit Hilfe von Bonddrähten ver-
bunden sein.

[0082] Das LED Trägermodul 2 umfasst ein Distan-
zelement 12, welches vorzugsweise aus Keramik ge-
fertigt ist. Das Distanzelement kann bspw. aus Me-
tall gefertigt werden. Das Distanzelement 12 stellt so-
mit einen Keramikring dar, welcher die LED Chips
11 umgibt. Der Keramikring 12 ermöglicht das Füllen
eines Innenraums des Rings 12 mit Vergussmasse
14. Der Keramikring 12 kann dabei seitliche Öffnun-
gen 18 aufweisen, mit Hilfe derer eine Vergussmas-
se 14 in den vom Keramikring 12 und einer optiona-
len Scheibe 13 begrenzten Innenraum des Träger-
moduls eingefüllt werden kann. Die Scheibe 13 kann
eine Glas oder Plastikscheibe sein, welche mit dem
Keramikring 12 fest verbindbar ist.

[0083] Die Scheibe 13 kann als Streuscheibe und/
oder als Leuchtstoffscheibe ausgeführt sein. Die
Scheibe 13 kann Leuchtpartikel und/oder Streuparti-
kel aufweisen. Die Scheibe 13 kann eine Beschich-
tung mit Leuchtstoffpartikel und/oder Streupartikel
aufweisen.

[0084] Das Trägermodul 2 kann elektrische Durch-
kontaktierungen 21 aufweisen, welche Leiterbahnen
oder elektrische Kontakte 22 auf der Rückseite 10a
des Substrats 10 mit den LED Chips 11 und/oder dem
PCB 17 elektrisch verbinden.

[0085] Die Vergussmasse 14 weist vorzugsweise
Phosphorpartikel auf, welche eine Farbkonversion
des von den LED Chips 11 abgegebene Lichts we-
nigstens teilweise ermöglichen.
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[0086] Wie in Fig. 6 gezeigt, kann die Vergussmasse
14 eine erste untere Schicht 14a aufweisen, welche
Streupartikel und/oder andere Partikel enthält, wel-
che die thermischen Eigenschaften der Vergussmas-
se verbessern. Die Vergussmassse kann in dieser
ersten Schicht 14a oder in einer darüber angebrach-
ten Schicht 14b Phosphorpartikel enthalten, welche
ein Farbkonversion des von den LED Chips 11 emit-
tierten Lichts ermöglicht. Diese zweite Schicht 14b ist
vorzugsweise direkt an die Scheibe 13 angrenzend
geformt.

[0087] Das LED Trägermodul 2 kann wenigstens ei-
nen Sensor 8 aufweisen, welcher vorzugsweise im
verbundenen Zustand des LED Trägermoduls 2 mit
der Leiterplatte 1 kommunizieren kann.

[0088] Der Sensor 8 ist vorzugsweise in einer vorge-
sehenen Aussparung 15 angeordnet, damit das Licht
der LED Chips 11 nicht direkt auf den Sensor 8 trifft.
Die Aussparung 15 kann in einer Stirnseite des Ke-
ramikrings 12 angeordnet sein.

[0089] Alternativ kann eine Kante oder ein Vor-
sprung auch in der Innenfläche 12a des Rings 12 vor-
gesehen sein, hinter welcher bzw. in welchem der
Sensor 8' angeordnet ist.

[0090] Das Distanzelement bzw. der Keramikring
12 weist vorzugsweise elektrische (Durch-)Kontaktie-
rungen und/oder Leiterbahnen 19 auf, um den Sen-
sor 8, 8' mit dem PCB 17 und/oder Kontakten auf
dem Substrat 10 des LED Trägermoduls 2 elektrisch
zu verbinden. Diese sind wiederum vorzugsweise im
verbundenen Zustand des LED Trägermoduls 2 mit
der Leiterplatte 1 elektrisch verbunden, so dass eine
Verbindung drahtgebundenen Verbindung zwischen
Sensor 8, 8' und der Konverter-Elektronik der Leiter-
platte 1 herstellbar ist.

[0091] Alternativ kann eine drahtlose Kommunikati-
on zwischen dem Sensor 8, 8' und der Konverter-
Elektronik 3 der Leiterplatte 1 vorgesehen sein.

[0092] Es besteht vorzugsweise eine Datenkommu-
nikation zwischen der LED Konverter-Elektronik 3 der
Leiterplatte 1 und dem Sensor 8, 8'. Beispielsweise
kann der Sensor ein Tageslichtsensor sein, so dass
kann die Konverter-Elektronik die Ansteuerung des
LED Trägermoduls 2 hinsichtlich der Lichtstärke und/
oder Farbe abhängig von Erfassung durch den Licht-
sensor durchführt.

[0093] Wie in Fig. 7 gezeigt, kann das Distanzele-
ment 12 Infrarotlichtquellen 23 aufweisen, welche
vorzugsweise an der Stirnfläche des Rings 12 ange-
ordnet sind. Ebenfalls auf der Stirnfläche 12 sind Be-
wegungssensoren 8 angeordnet.

[0094] Sobald einer der Bewegungssensoren 8 aus-
gelöst wird, kann die Lichtquelle mit Hilfe der vom
Bewegungssensor 8 an die Konverter-Elektronik 3
übertragenen Information aktiviert und somit die LED
Chips 11 mit Strom versorgt werden.

[0095] Es kann damit beispielsweise ein Bewe-
gungsmelder auf Infrarotbasis realisiert werden.

Patentansprüche

1.  LED Modul aufweisend eine Leiterplatte (1) und
ein LED Trägermodul (2),
wobei die Leiterplatte eine integrierte Konverter-Elek-
tronik (3) für das LED Trägermodul aufweist, wel-
che eingangsseitig an die Netzspannung anschließ-
bar ist,
wobei das LED Trägermodul (2) wenigstens einen auf
einem Substrat (10) angeordneten LED Chip (11) auf-
weist, und wobei das Trägermodul (2) durch vorgese-
hene mechanische Verbindungsmittel (4, 4') selektiv
mit der Leiterplatte (1) verbindbar ist.

2.   LED Modul nach Anspruch 1, wobei das LED
Modul ferner ein Gehäuse (5) umfasst, welches se-
lektiv mit der Leiterplatte (1) durch vorgesehene me-
chanische Verbindungsmittel (6, 6') verbindbar ist,
derart, dass die Konverter-Elektronik (3) der Leiter-
platte (1) von Umwelteinflüssen geschützt ist.

3.  LED Modul nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
LED Modul ferner einen Reflektor (7) umfasst, wel-
cher selektiv mit der Leiterplatte (1) und/oder einem
an der Leiterplatte befestigten Gehäuse (5) durch vor-
gesehene mechanische Verbindungsmittel verbind-
bar ist.

4.  LED Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die mechanischen Verbindungsmittel
(4, 4', 6, 6') einen Bajonette-Verschluss, Schrauben
und/oder Reibzapfen umfassen.

5.  LED Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Leiterplatte (1) eine Ausnehmung
(9) aufweist, in welche das LED Trägermodul (2) se-
lektiv einsetzbar ist, derart, dass eine Rückseite (2a)
des LED Trägermoduls vorzugsweise bündig mit ei-
ner Rückseite (1a) der Leiterplatte (1) angeordnet ist.

6.  LED Modul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das LED Trägermodul (2) wenigstens
einen Sensor (8, 8') aufweist, welcher ausgeprägt ist,
mit der Konverter-Elektronik (3) der Leiterplatte (1) zu
kommunizieren.

7.   LED Modul nach Anspruch 6, wobei die Kon-
verter-Elektronik (3) der Leiterplatte (1) derart ausge-
prägt ist, um eine Ansteuerung des wenigstens einen
LED Chips (11) des mit der Leiterplatte (1) verbunde-
nen LED Trägermoduls (2) in Abhängigkeit von Infor-
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mationen zu ermöglichen, welche von dem Sensor (8,
8') des LED Trägermoduls (1) bereitgestellt werden.

8.    LED Modul nach Anspruch 6 oder 7, wobei
die Kommunikation zwischen dem Sensor (8, 8') des
LED Trägermoduls (2) und der Konverter-Elektronik
(3) der Leiterplatte (1) eine drahtlose oder drahtge-
bundene Datenkommunikation ist.

9.  LED Modul nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
wobei der Sensor (8, 8') einen Tageslichtsensor um-
fasst, und die Konverter-Elektronik (3) ausgeprägt ist,
die Ansteuerung des LED Trägermoduls (2) hinsicht-
lich der Lichtstärke und/oder Farbe in Abhängigkeit
von der vom Tageslichtsensor bereitgestellten Infor-
mation durchzuführen.

10.   LED Modul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das LED Trägermodul (2) ein vor-
gefertigtes Distanzbauteil (12), vorzugsweise einen
Keramikring, aufweist, welches den wenigstens ei-
nen LED Chip (11) umgibt.

11.  LED Modul nach Anspruch 10, wobei das Dis-
tanzbauteil (12) des LED Trägermoduls (2) mit ei-
ner Glas- oder Plastikscheibe (13) abgedeckt ist und/
oder wenigstens teilweise mit Vergussmasse (14,
14a, 14b) ausgefüllt ist.

12.   LED Modul nach Anspruch 6, wobei der we-
nigstens eine Sensor (8, 8') in einem Distanzbauteil
(12), vorzugsweise einem Keramikring, des LED Trä-
germoduls (2) derart angeordnet ist, dass das von
dem wenigstens einen LED Chip (11) des Trägermo-
duls (2) emittierte Licht nicht direkt auf den Sensor (8,
8') fällt.

13.  LED Modul nach Anspruch 12, wobei das Dis-
tanzbauteil (12) wenigstens einen Vorsprung und/
oder eine Kante (15, 15') aufweist, welche eine direk-
te Beaufschlagung des Sensors (8, 8') durch das von
dem LED Chip emittierte Licht verhindert.

14.   LED Modul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Substrat (10) des LED Träger-
moduls (2) und die Leiterplatte (1) aus unterschiedli-
chen Materialien bestehen.

15.  LED Modul nach Anspruch 14, wobei das Sub-
strat (10) aus IMS Material und/oder die Leiterplatte
(1) aus FR4 Material gebildet ist.

16.   LED Modul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Oberfläche des Substrats (10)
und/oder des Kühlkörpers (16) und/oder der Leiter-
platte (1) hochreflektierend ausgeführt sind.

17.   LED Modul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Kühlkörper (16) Metall, Kunst-
stoff und/oder Keramik umfasst.

18.   LED Modul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Wärmeleitfähigkeit des Kühl-
körpers (16) zwischen 10 und 400 W/mK, bevorzugt
zwischen 50 und 400 W/mK ist.

19.   Verfahren zur Ansteuerung eines LED Chips
(11) auf einem Trägermodul (2), aufweisend die
Schritte
– Verbinden eines LED Trägermoduls (2) aufweisend
wenigstens einen LED Chip (11) mit einer Leiterplatte
(1) mittels einer lösbaren mechanischen Verbindung
(4, 4'), und
– Ansteuerung des wenigstens einen LED Chips (11)
des LED Trägermoduls (2) mit einer auf der Leiter-
platte (1) angeordneten integrierten Konverter-Elek-
tronik (3), welche eingangsseitig mit Netzspannung
versorgt wird.

20.   Verfahren nach Anspruch 19, wobei die An-
steuerung des LED Trägermoduls (2) in Abhängigkeit
von Informationen erfolgt, welche von einem Sensor
(8, 8') auf dem LED Trägermodul (2) der integrierten
Konverter-Elektronik (3) der Leiterplatte (1) bereitge-
stellt werden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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